
VDE-BEZIRKSVEREIN DRESDEN / VDI-DRESDNER BEZIRKSVEREIN 
 

 
Obmann:     Prof. Dr.-Ing. Reinhard Bauer   
   Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH) 
   01069 Dresden 
   e-mail: bauer@et.htw-dresden.de 
 
Koordinierung:    Dr.-Ing. Martin Oppermann   
   Technische Universität Dresden 
   Zentrum für mikrotechnische Produktion 
    01062 Dresden 
   e-mail: oppermann@zmp.et.tu-dresden.de 
 
Informationen zum Arbeitskreis im Internet:       http://www.avt.et.tu-dresden.de/SAET/ 
 

43. Treffen des Sächsischen Arbeitskreises Elektronik-Technologie  
 

am  Mittwoch, 2. Februar 2005  10.00 Uhr      
bei der  Linde Gas AG 
  Spergauer Straße 1a, 06237 Leuna  
Veranstaltungsort: Kulturhaus Leuna Spergauer Str. 41 A 

 

Thema:   Prozessgase und Sicherung der Fertigungsqualität 
 
Leitung:  Herr Bernd Eulitz, Linde Gas AG 
  Herr Prof. Dr.-Ing. Reinhard Bauer, HTW Dresden, Fachbereich Elektrotechnik  
   

10:00 Uhr Begrüßung 
 Herr Prof. Reinhard Bauer, Herr Bernd Eulitz
10:15 Uhr Begrüßung durch den Gastgeber – Präsentation Linde Leuna

Herr Karl Fasshauer , Linde AG, Leuna 
11:00 Uhr Betriebsbesichtigung Linde Leuna

Herr Karl Fasshauer , Linde AG, Leuna 
12:30 Uhr Mittagspause in der Linde-Kantine 
   
13:15 Uhr Schutzgaseinsatz in den Prozessen der Sekundärelektronik 
 Dr.-Ing. habil. Ernst Wandke, Produktmanager, Linde AG, Unterschleißheim 
13:45 Uhr Adhäsionsverbesserung von Metall-Polymer-Verbunden mittels Plasmavorbehandlung  
 Dr.-Ing. Angelika Paproth, TU Dresden, IAVT 
14:15 Uhr Rolle des Flußmittels beim bleifreien Löten 
 Herr Schröder, Fa. Emil Otto e.K., Eltville 
14:45Uhr Kaffeepause 
   
15:00Uhr Bleifreies Löten unter Schutzgas 
 Dr.-Ing. habil. Ernst Wandke, Produktmanager, Linde AG, Unterschleißheim 
15:30 Uhr Volumenmessung von Fine-Pitch Lotpastendruck 
 Dr.-Ing. Brodmann, Dipl.-Ing. Hermann Höltge, NanoFocus AG 
16:00 Uhr Abschlussdiskussion 

 
Alle Interessenten sind zu der Veranstaltung herzlich eingeladen. Um eine rechtzeitige Teilnahmemeldung wird 
gebeten. Kontaktaufnahme bitte an Herrn Prof. R. Bauer (bauer@et.htw-dresden.de, Tel.: 0351/462 3605, Fax: 
0351/462 2175). 

HTW Dresden  /   Bauer / Tel.: (0351) 462 3605 
TU Dresden / Oppermann / Tel.: (0351) 463 35051 

http://www.avt.et.tu-dresden.de/saet/
mailto:bauer@et.htw-dresden.de
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3D Messtechnik in der  


Mikroelektronik


Hermann Höltge


Nanofocus AG


Betriebsstätte Ettlingen


Nobelstraße 9-13


D-76275 Ettlingen


hoeltge@nanofocus.de


www.nanofocus.de



mailto:hoeltge@nanofocus.de

http://www.nanofocus.de/
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Messaufgaben in der Mikroelektronik


Leadframe Rauheit


Micro BGA 
Koplanarität


Ebenheit


Klebedots


Lotpasten Volumen
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Optische 3D Messtechnik für die


• Entwicklung neuer Produkte mit funktionswichtigen 
Mikrostrukturen


• Fehleranalyse


• fertigungsbegleitende Qualitätssicherung
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3D Oberflächenmesssysteme


Konfokales Mikroskop µSurf


• Flächenmessung


• Nanometer Auflösung


• für MEMS und Tribologie


Scanning Profilometer µScan


• Punkt- und Linienmessung


• Autofokus, konfokal, chromatisch
Sensortechnik


• für Dickschicht, Lotpaste, IC-Packaging
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Vergleich µSurf, µScan


µSurf µScan
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Auswertungen


Verwölbung
Abstand von der Berührungsebene (3 
höchsten Punkte) zum tiefsten Punkt auf 
dem Substrat


Koplanarität
Abstand von der Berührungsebene
(3 höchsten Kugeln) zur kleinsten
Kugel auf dem Substrat


Höhe von Kontakten
Abstand vom höchsten Punkt auf 
der Kugel zum Substrat
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Profil
Schnitt durch Topografie für Höhen-
und Breitenberechnung


Gradheit, Ebenheit
Kleinster Abstand von 2 paralellen
Linien oder Ebenen, die alle
Datenpunkte enthalten


Rauheit
Linien – oder Flächenrauheit durch
Anwenden von DIN EN ISO- Filtern
zur Ermittlung von Ra, Rz,- bzw. Sa 
und Sz - Kennwerten


Auswertungen
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BGA 


0.0 5203.5 10407.0 15610.5 20814.0 2601
[µm]


-114.00


46.00


206.00


366.00


526.00


686.00


[µm]


OM Engineering GmbH


Verwölbung


Koplanarität


2D Profil


26002.2


20801.8


15601.3


10400.9


5200.4


0.0


[µm]


0.0 5197.0 10394.0 15591.0 20788.0 2598
[µm]
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Wafer Bumps


Flip Chip


• Koplanarität der Bumps


• Höhe


• Verkippwinkel nach Montage
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QFP Package


0 . 0 0 0


2 4 3 3 6 . 2
[ µ m ]


2 1 1 3 2 . 7
[ µ m ]


Verwölbung


Lead 
Koplanarität
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Lasermarkierung


Verwölbung


Profil mit
Laserspurtiefe
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Messprogramm Lotpaste





